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１．概要（Summary）

微細構造をプラスチック表面へ転写する技術の一つと

して SOFT MEMS 技術に注目している。レジストを金型

として利用する手法は、設計が容易でかつ金型の製作コ

ストを抑える事ができ魅力的である。本件では、レジストマ

スタの作製を、早稲田大学ナノ・ライフ創新研究機構の指

導の下に実施した。

２．実験（Experimental）
【利用した主な装置】

・両面マスクアライナ

・表面極微細構造測定装置

【実験方法】

早稲田大学が得意とする高アスペクト比のレジスト構造

を作製するため、SU-８をレジストとして用い、スピンコート

で所定の厚さに塗布後、UV 露光装置でテストパターンを

露光し、接触式膜厚計で膜厚を測定して、レジストモール

ドの形状の確認を行った。

３．結果と考察（Results and Discussion）
作製した SU-８レジスト鋳型（テストパターン）の写真を

（Fig. 1）に示す。

今回はレジストモールドの厚さとして 50 μｍを狙ってモー

ルド作製条件の検討を行った。

一例として、2500 rpm, 20 秒の条件で SU-8 をスピンコ

ートし、その後 UV 露光を 200 mJ/cm2 の条件で行い、

現像を行ったものを接触式段差計で測定した結果、高さ

58 μm となり、狙いよりかなり高い厚さとなった。作製条件

は今後詰めていく必要があるが、今回はレジストモールド

の作製プロセスの習得を第一の目的としたので、その点

では目的はほぼ達せられた。

SU-8 は高アスペクト比の構造体を作製するのに優

れたレジストであるが、Fig.2に示すように、スピンコート

の際に基板内の膜に気泡や塗りむらが生じやすい。こ

れはそのあとの工程（パターニング等）に悪影響を与え

るので、実際のレジストモールド作製の際はこの点に注

意する必要がある。
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Fig. 2 photograph of the SU-8 after spin 
coating

Fig. 1 photograph of the SU-8 mold


